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氢化物电极的放电性能。研究表明该方法具有经济易操作的特点, 处理溶液的 pH 值对铜包覆速度和电极初期放电性能
有很大影响。通过循环伏安实验和紫外可见光谱技术研究了包覆铜层的稳定性, 实验结果表明电极表面包覆层能通过形
成氧化物, 以 CuO 2-2 的形式溶解到电解液中,并且溶解在电解液中的铜离子对氧化镍正极的电极性能产生不良影响。
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AB5 typemetal hydr ide e lectrodes
N an Junm in, Y ang Y ong and L in Zugeng
S ta te K ey L abora tory f or P hy sica lC hem istry of the S olid S ur face, Inst itute of P hy sica l C hem istry,
D ep ar tm en t of C hem istry, X iam en U niv er sity, X iam en 361005
Abstrac t　T he coa t ing cond it ions o f copper on A B5 type hydrogen-sto rag e a lloy and the e lect ro chem ica l
pe rfo rm ance o f copper-coated m eta l hydr ide elec trodes have been invest ig ated th rough ch ang ing the con-
centrat ion o f coppe r ions and pH va lue o f the t rea tm en t so lu tion. T he resu lts show ed th at the copper coat-
ing treatm en t im proved the in it ia l e lec trochem ical per fo rm ance o fm e ta l hydr ide elec trodes, and the pH va l-
ue o f trea tm ent so lu tion w as im po rtant to increase the coa t ing ra te o f copper and imp rove the in it ial d is-
cha rg ing behav io r o f e lect rodes. Fur the rm o re, the stab ility o f coppe r-coa ted laye r on m e ta l hydr ide e lec-
trode a lso h ave been stud ied w ith the he lp o f cy clic vo ltamm etry and UV -v isib le spect ropho tom eter. Itw as
dem on strated tha t the copper-coated lay er w as ox idized and disso lv ed into the e lect ro ly te in the fo rm o f
cupr ic ox ide, and the redox behav io r o f n icke l hyd rox ide /ox yhyd rox ide elec trode is af fected by the coppe r
ions d isso lved in the e lect ro ly te.






的有效方法, 已开展了大量的研究工作 [1 ]。这些方法主








Ish ikaw a和其合作者 [5 ]采用的传统化学镀铜方法, 把
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上包覆铜; P ark和蒋利军等 [8, 9 ]报道了一种改进的包
覆铜处理方法, A B5型贮氢合金不需要做其它前处理,




















院提供, 组成由 ICP 分析为 L a0. 54Ce0. 32 Pr0. 03N d0. 11-










10%的金属镍粉 (做导电剂 )混合均匀, 加入占总量
5% (PT FE+ CM C )的混合粘结剂中,并混合成均匀的
膏状物,然后涂入一边有点焊镍导线的泡沫镍基体 (大
小为 1cm× 1cm× 0. 2cm )中。 低温真空干燥后在
5M Pa的压力下压制 0. 5m in成型。两片容量过量的烧
结镍正极包在测试电极两边并压紧做为对电极, 然后
放入开口玻璃电解槽中。参比电极为 Hg /H gO电极,
其溶液和所用电解液相同, 都是用二次蒸馏水配制的
30% KOH+ 1% L iOH溶液。采取电解液淹没电极的方
式来评价电极电化学性能。充放电电流为 20mA,充入
电量为设计容量的 135% ,放电截止电压为 - 0. 6V vs
· H g /HgO。实验时环境温度约 23℃。
　　对包覆铜层稳定性的研究主要通过循环伏安实验
和紫外可见光谱实验, 其中, 循环伏安实验在德国产
IM 6交流阻抗频谱仪 (Z ahner-e lect rik Co. )上完成, 紫





研究截面 (直径为 4mm ),在二次蒸馏水中经超声波清









HC l的溶液中包覆约 10%的铜可以在 5m in内完成。





线,其中, A代表贮氢合金没有经过处理, B代表经 pH
= 5～ 6的弱酸性包覆铜溶液处理, 包覆铜量约为 5% ,
C代表处理方法和 B相似, 在 1%的 HC l包覆铜溶液




2 3 8mA h /g, 而没有包覆合金电极的放电容量为
充放电电流为 20mA; A——没有包覆;
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193mA h /g。此外,由于放电电流密度对放电容量会产
生影响,而实验电极中活性物质的量略有偏差, 经换算
为活性物质的放电电流密度,电极 B为 82. 3mA /g, 电







　　图 2给出了 pH= 5～ 6的弱酸包覆铜处理方法在
第 6次和第 16次放电时的放电曲线。其中 B和 B’ 为
包覆处理电极, A和 A ’为未包覆电极。包覆 10% Cu
处理电极与包覆 5% Cu处理电极具有相似的放电特
征。




















研究 L aN i4. 27Sn0. 24和 S aka i等
[3 ]






















10m L电解液中,搅拌 10m in后取出上层溶液,在紫外
可见光谱仪上可以得到和用 CuSO 4加过量 KOH电解
液后所得溶液相似的光谱图,如图 3所示。在使用两种
商品化包覆铜贮氢合金的实验中得到了类似的结果。
A—— CuSO 4加过量 KOH所得溶液;
B—— 包覆铜合金在 KOH溶液中 10m in
图 3　包覆铜层表面氧化物溶解形成的含
C uO 2-电解液的紫外可见光谱图
　　铜离子在碱性条件下能很快生成 Cu(OH ) 2沉淀,
该沉淀在过量的强碱性溶液中生成铜酸根离子而溶解
























扫描速度为 25mV /s; A——第 1次;
B—— 第 2次; C——第 17次
图 4　包覆铜金属氢化物电极在不同
循环次数时的循环伏安曲线









2 电解液, N i (OH ) 2 /
N iOOH电极的氧化还原性能将受到影响。图 5分别给
出 N i(OH ) 2 /N iOOH电极在未含和含铜电解液中的
循环伏安实验结果。
扫描速度为 25mV /s; A——电解液不含铜;
B——电解液含 C uO 2-2
图 5　N i(OH ) 2 /N iOOH 电极在含和不含






相应的氧化还原电位差 ΔE p增加, 反映在对电极的影
响上则为电极反应可逆性下降,以及充电电位升高和
放电电位降低。此外, 电解液中的铜作为有害杂质, 被
认为能引起电池自放电 [14 ], 迁移到正极将降低正极的





















其它表面处理方法 (如镍处理 )相比, 包覆铜处理方法
不是一种较好的选择。
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